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마그네트론 스퍼터링의 전산모사
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  Sputtering은 박막의 품질(부착력, 밀도, 균일도등)이 우수하고 면적 증착이 용이하여 반도체, 
디스플레이, MEMS기술등과 같은 첨단산업에서 널리 이용되고 있는 증착방법이다. 일반적인 평

판형 스퍼터건은 전계와 자계가 직교하는 Target의 일부영역에서만 스퍼터링 현상이 발생하게 

되어 증착물질의 사용효율이 20~30%정도로 좋지 못하고 스퍼터링 되지않는 부분에서는 재증착 

현상에 의한 파티클 발생을 유발하여 Substrate에 손상을 입혀 박막의 질을 떨어뜨리게 된다. 본 

연구에서는 이러한 문제점들의 물리적 현상의 진단 및 최적화를 위해 Particle-In-Cell (PIC)시뮬레

이션을 이용하여 그 특성들을 알아보았다. 인가전압, 압력, 증착물질과 기판사이의 거리를 변화

시켜 자기장이 포함된 Paschen curve를 그렸다. 전기장만이 포함된 시스템에서의 Paschen curve
는 이미 공식으로 알려져 있으며 마그네트론 스퍼터링의 시스템에서 Paschen curve와 비교하여 

보다 낮은 압력에서 플라즈마가 형성할 수 있는 것을 확인하였다. 또한 Target에 충돌하는 아르

곤이온의 양, 에너지 분포, 각도의 분포 등을 관찰하였는데, 부분의 아르곤이온은 압력이 증

가할수록 에너지가 큰 경향성을 가지며 입사각도는 Target에 보다 수직으로 충돌하는 경향을 볼 

수 있었다. 증착물질과 기판사이의 거리의 변화에 해서는 이온 특성의 변화는 없었다.
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